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2019 全年预期
全球分立体器件（包含功率半导体器件及模组）

唯一保持增长

世界半导体贸易统计(协会)

来源：WSTS

2019 第三季度
国内半导体市场强势回暖

寒冬已过，上下游纷纷满载
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中国功率半导体市场规模(亿人民币)

来源：TrendForce

12.76%
12.17%



智能家居市场规模

2025, 1550亿美金

2018, 960亿美金

半导体多重赋能



贸易战局

“中”"华”困局

香港乱局
猪价僵局

受制于人，如何破局 平衡



2012-2017年九国制造强国发展综合指数变动趋势及排名情况

来源：中国工程院, 中国制造强国发展指数报告, 2018



危机 意识
Crisis Opportunity

来源: 英飞凌

2017功率半导体市占率排行榜

进口替代

重庆战略性新兴

产业股权投资基

金

33%

重庆两江新区战

略性新兴产业股

权投资基金

16%

美国AOS

31%

其他

20%

重庆万国半导体科技有限公司股权结构

合资建设

资本并购



5G
万物智联人工智能工业4.0 

技术革新

新工艺

量级提升

新设备

供应链重组

新客户

新商业模式

大势所趋

企业变革

无限商机

新驱动，新市场，新合作

概念参考：Yole



新驱动，新市场，新合作

连接

感应射频

MEMS

功率器件

MCU

控制

动力

半导体业者

新兴互联网科

技巨头
传统家电企业

设计

制造 材料

设备



来源: 意法微电子硅基→砷化镓→碳化硅/氮化镓

GaAs

(LDMOS，GaAs更适用于射频)

高功率

高频

新材料，新挑战，新机遇



烧结银
Ag Sintering

(无压型) 烧结银
• 5G射频
• 高功率LED

（有压型）烧结银
• 高功率模块
• 汽车，工业

• 更好的电特性
• 更好的散热
• 更低的CTE 热膨胀系数
• 更高的可靠性

对比锡膏/锡线/预成型焊片
• 更加环保
• 性能优越

来源: Henkel, Heraeus, Alpha 

• 成本偏高

新材料，新挑战，新机遇



软焊料/锡膏工艺

银胶/共晶工艺

铜带(clip) 工艺

铝线/铝带工艺

烧结银工艺

1mW

10kW

1kW

应用 封装形式

100kW

工艺需求

功率

模组级别
银烧结铝带工艺

模组级别
高效铜带(Clip)工艺

软焊料溢出控制 多芯片模组可追溯性

预成型焊料

0空洞 芯片基岛比例 铝线铝带工艺专精

ASMPT功率半导体解决方案（部分）

DBC, 可靠性

来源: Yole,  英飞凌，意法微电子，安森美， Alpha



智能化 多

节能环保省
切入市场 快

质量可靠好

创造产品价值 提升产品附加值

传感与连接
小型化
高集成度

低COO (Cost of Capital，资本成本)

设备与材料
灵活的自动化产线

IPM
高功率密度

GaN/SiC

芯片空洞率
散热导电
可追溯性



以数据为中心的时代半导体市场蓬勃发展

搜集 传输 分析 可视存储
镜头模组, 3D 感应, 工业
物联网, 传感, LIDAR

5G, WiFi, LiFi 大数据中心, 云计算 人工智能, TPU, 数据解
析, 高性能计算

AR, VR, Micro 
LED, Mini LED

大趋势

• CMOS Imaging 

Sensors

• Active Alignment

• Precision Die Attach

• Silicon Photonics

• RF Filters

• Wire Bonding

• SAW Filters

• BAW Filters

• SMT Solutions

• PVD

• Silicon Photonics

• TCB

• Wire Bonding

• PLFO

• Laser Dicing

• WLFO

• PLFO

• Pick & Place

• Laser Grooving

• TCB

• PVD/ECD

• Precision Die Attach

• Heterogeneous 

Integration

• High Precision Die 

Attach

• Mini/Micro LED 

Displays

A
S

M
P

T
’s

 解
决
方
案



ASMPT全球布局 >1,400
核心前沿技术专利

10 
全球研发中心

>2,000
研发团队

12
智能制造基地

总览

台湾桃园，中国

雷根斯堡，德国

波士顿，美国

韦茅斯，英国

波尔图，葡萄牙

成都，中国

新加坡

新山，马来西亚

香港，中国

博伊宁根，荷兰

慕尼黑，德国

深圳，中国

惠州，中国

销售及服务

业务及研发中心/制造基地



开拓数字化世界


